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1.0 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich Dieses Dokument beinhaltet Verfahren zur Nacharbeit, Reparatur und Anderung von Leiterplatten-Baugruppen.

Dieses Dokument schrénkt in keiner Weise die maximal zulédssige Zahl von Nacharbeitsgangen, Reparaturen oder Anderungen von
Leiterplatten-Baugruppen ein.

1.2 Zweck Dieses Dokument beschreibt Anforderungen, Werkzeuge und Material fur die Durchfiihrung von Nacharbeit, Reparatur und
Anderung elektronischer Produkte und fiir die Montage von Kabeln oder Kabelbdumen. Obwohl dieses Dokument gréRtenteils auf den
in IPC-Dokumenten verwendeten Produktklassendefinitionen basiert, sollte dieses Dokument fiir jede Art von elektronischer Ausristung
als anwendbar betrachtet werden. Wird das Dokument als verbindlich fiir die Durchfiihrung von Nacharbeit, Reparatur oder Anderung
von Produkten vereinbart, sind die Anforderungen an die Produktklasse zu beachten.

Die géngigste Ausriistung und Verfahren zur Durchfiihrung einer bestimmten Nacharbeit, Reparatur oder Anderung werden angegeben.
Wenn alternative Ausrlistung oder Prozesse verwendet werden:

e darf/durfen diese Ausriistung/Prozesse die Baugruppe nicht beschadigen.

e muss/mussen diese Ausristung/Prozesse den Zielen von Abschnitt 1.6.1 Konformitatsgrad entsprechen.

1.3 Produktklasse Der Anwender sollte die Produktklasse angeben. Wenn der Anwender die Produktklasse nicht angibt, sollte der
Hersteller dies tun. Das Verfahren, das flr die zu ergreifenden MalRnahmen ausgewahlt wird, muss mit der identifizierten Produktklasse
Ubereinstimmen. Die drei Produktklassen sind:

Klasse 1 - Allgemeine Elektronikprodukte
Hierunter fallen Produkte, die sich flir Anwendungen eignen, bei denen die Hauptanforderung das Funktionieren der fertigen Baugruppe
ist.

Klasse 2 - Elektronikprodukte fiir spezielle Einsatzzwecke
Hierunter fallen Produkte, bei denen Dauerbetrieb und eine lange Nutzungsdauer gefordert sind und bei denen ein unterbrechungsfreier
Einsatz angestrebt, jedoch nicht kritisch ist. Normalerweise verursacht die Endanwendungsumgebung keine Ausfalle.

Klasse 3 - Produkte fiir Hochleistungsanwendungen/raue Umgebungen

Hierunter fallen Produkte, bei denen eine kontinuierliche hohe Leistung oder Leistungsbereitstellung auf Abruf kritisch ist. Ein
Funktionsausfall kann nicht toleriert werden und die Ausriistung muss auch in ungewdhnlich rauen Einsatzumgebungen funktionieren,
wie beispielsweise bei lebensrettenden oder anderen kritischen Systemen.

1.4 MaReinheiten In dieser Richtlinie werden die Einheiten des Internationalen Einheitensystems (Sl) gemaf3 ASTM SI10,
IEEE/ASTM SI 10, Abschnitt 3 verwendet [zur Vereinfachung sind in Klammern die Einheiten des englischen Imperialsystems
angegeben]. Die in dieser Richtlinie verwendeten SI-Einheiten sind Millimeter (mm) [in] fiir Abmessungen und MaRtoleranzen, Grad
Celsius (°C) [°F] flir Temperatur und Temperaturtoleranzen, Gramm (g) [oz] fir Gewicht und Lux [footcandles] flir Beleuchtungsstérke.

1.5 Definition der Anforderungen Dieses Dokument soll als Leitfaden dienen, und es gibt keine spezifischen Anforderungen oder
Kriterien, es sei denn, diese werden in einer vertraglichen Vereinbarung oder anderen Unterlagen gesondert und ausdrtcklich genannt.
Wenn Aussagen wie ,muss” oder ,sollte” verwendet werden, wird damit ein wichtiger Punkt betont. Wenn diese wichtigen Empfehlungen
nicht befolgt werden, ist das Endergebnis moglicherweise nicht zufriedenstellend, und es kdnnen zusatzliche Schaden entstehen.

Wenn die vertragliche Vereinbarung die Herstellung von Produkten in einer bestimmten Produktklasse erfordert, sollte dieses Dokument
in Verbindung mit J-STD-001, IPC-A-610 oder IPC-WHMA-A-620 verwendet werden. Wenn IPC-7711/21 vertraglich als Kontrolldokument
fiir die Nacharbeit, Reparatur oder Anderung herangezogen wird, gelten die Anforderungen des Produktflusses.

1.6 Anwendbarkeit, Prozesskontrollen und Zulassigkeit Obwohl die Begriffe Nacharbeit, Reparatur und Anderung sehr dhnlich
erscheinen mogen, ist die Anwendbarkeit solcher Verfahren aufgrund der jeweiligen Bedingungen und Ziele moglicherweise nicht die
gleiche. Die Verfahren und Richtlinien dieses Dokuments kdnnen wéahrend der Herstellung von Produkten oder auf Produkte angewendet
werden, die bereits ausgeliefert wurden und/oder im Gebrauch versagt haben.

Im Allgemeinen unterscheiden sich die Prozesskontrollen fiir Nacharbeiten, Reparaturen oder Anderungen wihrend der Herstellung von
den Prozesskontrollen, die auf Produkte angewendet werden, die nach der Inbetriebnahme versagen, und sollten bei der Disposition
von Hardware berticksichtigt werden.
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